test del MINICRATE
I test da eseguire sono:

1)Power on del MC, che risponde trasmettendo una semplice diagnostica che va comparata con dei dati memorizzati per decidere se tutto è OK, all’occorrenza vanno visualizzati i dati ricevuti (vedi comando status del minicrate in modalità BOOT).
2)verifica della comunicazione con tutte le seriali del MC, tramite il comando di stato.

3)esecuzione del comando di diagnostica del minicrate, dal quale ritorna una diagnostica da comparare con dei dati memorizzati a seconda del tipo di minicrate , visualizzazione dei dati ricevuti in caso di errori(vedi comando status del minicrate).
4)Messa a punto del timing della PU che consiste nel configurare le TRB ed emulare una o più tracce note di cui si conoscono esattamente le uscite, ripetere più volte modificando i delay della PU. visualizzare un grafico degli errori di lettura in funzione del delay. La cosa va fatta sia per i dati del TSM_up che del TSM_down (la selezione viene fatta cambiando la scheda di trigger su cui si emulano le tracce).

5)Test connettività TRB, consiste nell’emulazione di varie tracce su tutti i BTI del MC. Va visualizzato quale emulazione ha fallito con i dati d’uscita che ci si aspetta e i dati letti.

L’informazione di ingresso per la funzione di test deve essere una tabella che contiene la configurazione da caricare , la descrizione della traccia, quale BTI deve emulare la traccia, l’uscita del minicrate. In questo modo e’ possibile aggiungere nuove tracce e configurazioni senza modificare il software.
6)Calibrazione test-pulse, che consiste nell’eliminazione degli offset tra le due uscite di test-pulse.

Questo test richiede di strumentazione esterna, tipo oscilloscopio o altro strumento per la misura dei delay , quindi probabile che sia un programma dedicato solo per questo scopo in quanto interagisce direttamente con lo strumento esterno.
7)Come il punto 5 solo che la traccia viene iniettata tramite test-pulse.

8)Analisi dello skew nella distribuzione del ck sui BTI. Viene fatto muovendo il delay fine del test-pulse e analizzando l’efficienza del trigger in uscita al minicrate. L’efficienza in corrispondenza dei fronti del CK passa da 100% a 0% con pendenza che dipende dal jitter sul CK. Il test va ripetuto su tutti i BTI. Leggendo contemporamente il RO e’ possibile ricavare lo sfasamento del CK tra TRB e RO. Va visualizzato un grafico cumulativo di tutti i BTI dell’andamento dell’efficienza in funzione del delay impostato sul test-pulse, all’occorrenza va visualizzato il grafico del singolo BTI.
10)Boundry scan, che consiste nell’attivare in sequenza, uno alla volta, tutti i pin d’uscita di tutti i chip sulle board e leggere lo stato di tutti gli ingressi dei chip sulle board comparandolo con il risultato corretto già preventivamente salvato. In caso di errore Va visualizzato quale pin d’uscita era attivo e una visualizzazione della differenza tra lo stato di ingressi che ci si aspettava e quello letto. L’operazione di attivare i pin d’uscita e rileggere gli ingressi vene eseguita tramite comandi inviati al MC, in modo molto simile ai comandi di lettura/scrittura configurazione. Il formato dei dati inviati e ricevuti rappresenta il registro BSR di tutti i chip(vedi datasheet dei vari chip).
11)Calibrazione soglie. Come il punto 6 viene fatto tramite strumentazione dedicata.
A parte per i punti 7 e 5 Tutti i test qui sotto elencati necessitano esclusivamente della capacita di comunicare con il MC tramite i comandi descritti nel documento “Comandi_CCB_v28”, della possibilità di  interagire con il DAQ sia per la configurazione dello stesso che per la lettura dei dati in uscita dal MC.
